tﬁa Objectifs:

‘ Les colloques LaserAP, dont I'édition 2026 sera la dixieme, procurent aux acteurs de recherche -
institutionnels, doctorants et industriels - un état de I'art sur la physique des procédés laser et
leurs développements applicatifs les plus récents. Les applications couvrent les procédés
macroscopiques, tels que la découpe ou le soudage par laser, les procédés émergents de micro
usinage et de structuration de surface par lasers a impulsions ultracourtes, ou encore la
fabrication additive par laser.
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Avec le soutien de:

Programme et inscriptions : https://laserap.fr/
Date limite d’inscription : 15 Juin 2026



